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スプリングプローブピン
Spring Probe Pin

’
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ユニバーサル対応ソケット　Universal Pitch Sockets

グリッドアレイパッケージ用ソケット　Sockets for Grid-Array Package
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グリッドアレイパッケージ用ソケット　Sockets for Grid-Array Package
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リードフレームパッケージ用ソケット　Sockets for Lead Frame Package

QFN

IC609 / IC610 SeriesNP506 Series

QFP

IC51 SeriesIC357 Series

SOP / TSOP

IC369 Series IC51 SeriesIC354 Series

Card Edge

PS Series

DIP SIP / ZIP

IC59 Series IC121 Series IC70 Series IC39 SeriesIC37 Series
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1バンプ当りの抵抗値試験
Resistance value per bump

6mΩ以下
Within 6mΩ
抵抗変化率10%以内
Resistance change:Within 10%
抵抗変化率10%以内
Resistance change:Within 10%
抵抗変化率10%以内
Resistance change:Within 10%
抵抗変化率10%以内
Resistance change:Within 10%
異常なし
No change
0.8KN/m以上
0.8KN/m or above
異常なし
No change
0.04%以下
0.04% or below
縦方向 17ppm、横方向 17ppm
Longitudinal:17ppm、Lateral:17ppm

常温、常湿
Room temperature、normal humidity

+55℃～+125℃、1,000cyc

+85℃、1,000h

-40℃、1,000h

+85℃、90%RH、1,000h

+40℃、90%RH、60VDC、1,000h

90°peels

+260℃、20sec

+23℃、24h

TMA method

Bridge method ※2

Bridge method ※2

2.8

0.0025

温度サイクル試験
Temperature cycle test
高温保持試験
High temperature test
低温保持試験
Low temperature test
高温高湿試験
High temperature conatant humidity test
イオンマイグレーション試験
Ion migration test
導体引き剥がし強度試験
Peeling test
はんだ耐熱性試験
Solder resistance test
吸水率
Moisture adsorption
熱膨張係数
Thermal expansion coefficient
誘電率(1GHz)
Dielectric constant (1GHz)
誘電正接(1GHz)
Dissipation factor (1GHz)

条件  Condition 試験結果  Result項目  Item

線幅/スペース幅
Wire width/space

400μm

100mA（bump:φ250μm)

250μm

250μm 150μm

60/60μm 25/35μm

50mA（bump:φ150μm)

バンプ径
Bump diameter

ランド径
Land diameter

1バンプ当りの最大電流容量
Maximum current per bump

標準  Standard 最小  Minimum項目  Item

絶縁材料
Base film

液晶ポリマ（厚み:25μm、50μm)
Liquid crystal polymer (Thickness:25μm、50μm)

銅（厚み:9μm、12μm、18μm、35μm)
Copper (Thickness:9μm、12μm、18μm、35μm)

Ag系導電性樹脂
Ag conductive paste

熱硬化型レジスト、フォトレジスト、ポリイミドフィルム
Thermosetting resist、Photo resist、Polyimide film

導体
Conductor

層間接続材（導電性バンプ）
Inter-layer connection(Conductive bump)

カバーコート
Cover film

Polyimide

FR-4

BT

LCP
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耐ノイズ・低損失 FPC　Noise-resistant and Low-Loss FPC 耐油 FPC　Oil resistant FPC

高温・高湿 FPC　High heat and high humidity-resistant FPC

YFLEX® L=450mm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Frequency / GHz

-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15

0

-10
-5
0

dB

General
Shield Film

S2,1 [sield1]
S2,1 [sield2]

S-Parameters 【Magnitude in dB】

New
Shield Film

2

5
4

1

3

6

ポリイミド

耐油接着剤

圧延

接着剤

ポリイミド

Ni-Au

25μm

35μm

35μm

-

25μm

-

カバーレイ

カバーレイ

導体

ベース材

ベース材

めっき

材質 厚み構成

1

2

3

4

5

6

低損失品
（低損失カバー）
Low-loss FPC
(Low-loss Cover Film)

低損失品
（PI カバー）
Low-loss FPC
(PI Cover Film)

従来品
(Standard Item)

透明レジスト
Transparent resist
導体層
Conductor layer
接着層
Adhesive layer
絶縁層
Insulating layer

エポキシ
Epoxy
銅箔
Copper foil
エポキシ
Epoxy
PEN
PEN

10μm

12μm

10μm

100μm

材質  Material 厚み  Thickness

1

2

3

4
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QSFP28/56 Host Connector & Mechanical-unit

CN109S-022 Series

CN174 Series

QSFP-DD Host Connector & Mechanical-unit

SFP/DSFP/QSFP/QSFP-DD コネクタ & メカニカルユニット
SFF規格準拠品/QSFP-DD MSA準拠品
SFP/DSFP/QSFP/QSFP-DD Host Connectors & Mechanical-units
SFF Committee Compliant / QSFP-DD MSA Compliant

Advanced MC Connector CN074, CN080 & CN084 Series
PICMG AMC,0準拠Advanced MC コネクタ
PICMG AMC, 0-Compliant Advanced MC Connector

DSFP Host Connector & Mechanical-unit

CN109S-020 Series

QSFP28 Host Connector & Mechanical-unit
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HF106 & HF110 Series

microSD card connector In-Vehicle
Push-in/Push-out Type

PJS008-2004 & 2005
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- YFLEX®ケーブル＆コネクタ -
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FPS009-2913 Series

PJS008-2004 & 2005
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バラ線圧着コネクタ
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SOP & 挿抜用治具　SOP & Insertion-Extraction Tools
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